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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

低コストで様々な組成の材料を作製可能な手法である燃焼合成法や粉末焼結法など
を用いて、硬質セラミックスや層状セラミックス化合物の原子構造を高分解能三次
元構造評価装置ならびに電界放射型電子顕微鏡を用いて実施した。得られた焼結体
をHAADF-STEMで解析し、セラミックス粒子の原子構造や組成などを評価した。

実験
Experimental

様々な作製手法で合成された各種セラミックス粒子をFIB加工装置やイオン研磨装
置により薄片化し、TEM用観察試料とした。各試料をTEMやSTEM内に挿入し、高
分解能TEM/STEM観察やEDS分析を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

合成した粒子をFIBで薄片化し、さらに追加でイオン研磨を施すことで明瞭
なHRTEMおよびHRSTEM像を取得することができた。特にHAADF-STEMのコント
ラストはおおよそ平均原子番号の二乗に比例することから、これは粒子内における
結晶相を直接区別することができた。さらにSTEM-EDSより、各相における組成分
布を明瞭に示すことができた。層状セラミックスについては、STEM-EDSマッピン
グにより原子レベルで層ごとの組成の違いを得ることができた。今後は望ましい結
晶相割合を最大化する製造条件を探求していく。
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